GCPTEK N

Materials Shape Life

EPBOARD 0700
Epoksi kalip levhasi
UYGULAMALAR

EPBOARD 0700, yiiksek i1si dayanimli bir epoksi kalip levhasidir. Ozellikle otoklav prosesindeki epoksi prepreg
kaliplari icin modellerin, 1siyla kiirlenen kompozit kaliplarin ve vakum sekillendirme kaliplarinin Gretimine uygundur.
Kugulk serili kompozit pargalarin kaliplarinda dogrudan da kullanilabilir.

OZELLIKLER

* Yuksek boyutsal kararlilik « YUksek tokluk
» Kolay iglenebilirlik « iyi kenar kararlilig
* YlUksek i1s1 dayanimi « DUsuk 1sil genlesme katsayisi

« Diisiik yogunluk e lyi ylizey kalitesi
FiZIKSEL OZELLIKLER

Uriin EPBOARD 0700
Renk Mavi
Yogunluk 0,70-0.75g/cm3

MEKANIK OZELLIKLER

Ozellik Test standardi EPBOARD 0700
Sertlik 1SO868:2003 Shore D 72

YUk altinda egilme sicakligi DIN EN ISO 75B 130°C

Egilme dayanimi ENISO178 36MPa

Egilme moduli ENISO178 2100MPa

Basma dayanimi ENISO604 50MPa

Cekme dayanimi ENISO527-1 23MPa

Cekme modilu ENISO527 2400MPa

Darbe dayanimi ENISO179 5.3KJ/Im2
Dogrusal isil genlesme ENISO113590-2 39*10-6K-1
katsayisi

Sicaklik (°C) 23 80 100 130 150
Shore D sertligi 72 70 68 66 55

08-2024 EPBOARD 0700 Sayfa 1/3

EPTEK | eptek.cn



GCPTEK N

Materials Shape Life

ISLEME ONERILERI:

Levhalarin yapistiriimasi:
1. Bloklari kesin, hazirlayin ve yapistirici kullanmadan én montaj yapin.
2. Birlesimin her iki yizeyini 320 kum zimparayla zimparalayin.

3. Tozu basingli havayla temizleyin; ardindan yapistirilacak ylzeylerdeki kirleticileri aseton gibi uygun bir ¢dzicuyle
giderin.

4. Yapistirmadan 6nce kalan ¢ézucunun buharlagsmasini bekleyin.
5. Digli spatula ile yaklasik 600 g epoksi yapistiriciyi birlesimin her iki ylizeyine esit olarak uygulayin.

6. Yapistiricisi henlz 1slak iki ylzeyi birlestirin ve yapistirici birlesimden ¢ikmaya baslayana kadar esit basing
uygulayin. Fazla yapistiriciyi alin; birlesim kalinh@inin esit ve en fazla 1 mm oldugunu kontrol edin.

7. Levhalari hafif¢e sikistirarak veya istifin tim Ust ylizeyine agirlik yerlestirerek sabitleyin; boylece levha boyunca
esit basing saglayin.

8. Sonraki islemeden 6nce yapistiricinin kiirlenmesi igin her zaman yeterli stire taniyin.

9. Sistemin azami i1sil 6zelliklerine ulasmak igin son kir 6nerilir. Parganin otoklav iginde saatte en fazla 20 °C hizla
oda sicakhgina sogutulmasi Onerilir. Bu, levha ve yapistiricida zayif baga ve gerilim catlaklarina yol acabilecek 1sil
soku onler.

Destekleme:

Levha, kendi agirhgindan kaynaklanan asiri gerilimleri dnlemek igin yeterince desteklenmelidir. Buyuk modellerde
sehimleri azaltmak ve tasimayi kolaylastirmak Gzere gelik destek ¢cercevesi Onerilir. Destek veya gergeve yapisini
levhaya baglamak i¢in 6nerilen yapistiricilardan birini kullanin. Yiksek sicaklik levhalarina mekanik baglanti
yaparken dikkatli olun; 1sil genlesme katsayisi farklari isitma ve sogutma sirasinda ¢arpiimaya veya mikro catlaklara
neden olabilir.

MEVCUT LEVHA BOYUTLARI

1500*500*50mm
1500*500*75mm
1500*500*100mm

KULLANIM ONLEMLERI:

lyi havalandirilan bir alanda galigin. isleme sirasinda cilt temasindan kaginin; eldiven, maske, koruyucu gézlik ve
giysi kullanin. Ayrintilar i¢cin malzeme guvenlik bilgi formuna bagvurun.
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NOT:

Yukaridaki veriler belirli kosullarda test edilmistir. Uygulamadaki islem ve kosullar degisebilecegdinden, kullanimdan
Once gerektiginde test yapilmasi ve urinun gergek gereksinimi kargiladiginin dogrulanmasi onerilir. EPTEK,
artnlerinin kendi en ylUksek kalite yonetimi kurallarina uydugunu garanti eder.
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